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前 言
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焊锡膏通用规范

1 范围

本标准规定了焊福音的术语和定义、要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输及忙存.

本标准适用于电子产品焊接用焊锡/.

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件，其前后所有的

修改单（不包括勘误的内容》或修历版均不适用于本标掂.然而，放勒根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本. 凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准.

GB/T 1480—1995 金闻粉末粒度组成的测定 干筛分法

G0/T 3260. 1-3260. 11—2000 锡化学分析方法

GB/T 3375—1994 焊接术语

GB/T 5231-2001 加工铜及热合金化学成分和产品形状

GB/T 8012—2000 铸造瑚钳焊料

GB/T 10574. 1—10574. 13—2003 锡钳焊料化学分析方法

SJ/T 10668-2002 表面组装技术术源

SJ/T 11389—2008 无铅墀接用助焊剂

SJ/T 11391—2009 电子产品是接用锡合金粉

SJ/T 11392—2009 无船理料 化学成份与形态

3 术语和定义

GB/T 3375—199ds SJ. T 10668-2002确立的以及下列术语和定义适用于本标准.
3. 1
干燥度 drying
焊锡骨经再流焊接后，其表面残留物质在室温冷却后发生粘黠的程度.

3.2
埸陷 col lapse

在进行焊锚膏涂敷试腕时，印刷在承即物上的焊锡膏图形发生形状变快的现象，姑姆福音的一种统

陷.

3.3
粘附性 tack
岸锡,府对元器件粘附力的大小及防焊锡膏印刷后放置时间增加其粘附力所发生的变化.

3.4
润湿 wotting
熔融的焊料在试样表面嵌对后形成均匀，平滑和不断裂的焊料薄层的能力.

3.5
无错株志 lead-free sign
用于表明无铅是期ff的标志，标志符号如下:
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顿
[1PC/JEDEC J-STD/09, 4.2]

4 要求

41 产品分类

4.1.1 焊锚青的分类

用镶带主要分为有错岸锡音和无钳坤福音两大类.

4. 1.2 合金成分

有铜姆锡籽中合金粉末化学成分应符合GB/T 801A2go的规定.
无郎焊锅秆中合金粉末化学成分成符合SJ/T 113gl一况09的婉定.

4 2 含金朝末的类型、尺寸分布、形状

合金皆末的类型应根据合佥粉末尺寸及其分布来划分.技员 1和 C或）5,2试验时，海锡膏中合金粉
末类型、尺寸及其分布、形状应符合SJ/T 113gl 239的规定.

经供需双方港商，库锡拜中合金粉末类型、尺寸及其分布、形状可为其它也.

43 含金靴末的质证分数

在产晶规范中规定焊锡将合金检求质品分数，按5. 3试验方法捡测出的病最分数值应在产品规海中
规定的范围之内.

4 4 粘度

在产品跳范中规定掉锡痔粘度. 按55试验方法测出的粘度值应在产品题范中规定的范围之内.
4.5 唱陪

4.5.1 用 Q. 20 摩的金属模版试监

当采用试疆方法5. 3. 3. 2a）对由0.20血厚的金属模版《见图]）印刷的0.的即x�00廊的焊锡资
图形进行试物时. 在间距大于或簿于也 56 丽，姆锡若图形之间不应有插连现象：当采用试验方法

5. 5. 3. 2b）进行试驶肺. 在间距大于或等于0.63 mm, 焊地仔图形之间不应有桥连现象.

当采用试验方注5.6.3.加）对由0.20西厚的金属模版（见图 1）印制的也叩 mmX 2.加m的库锡青
图形进行试验时, 在间距大于或等于G. 25 顺，理锡密图形之同不应有桥连现象：当来用试缝方法
5. 5. 3. 2b）进行试验时，在间距大于和等于0.30 向，浮榻声图形之间不应有桥连现象.
4. 5.2 用 0. 10 ran厚的金强模版试胞

果用试验方法5』.3. 2G 对由0」0mm厚的金属模版（见图2）印刷的0. 30 imX2.00 加的焊锡音图
岸进行试验时,在间距大于或等于525顺.焊锡丹图形之间不应有桥连现激：当果用试虢方法 3. 2b）
进行试验时，在间距大于或等于0.30 的，焊锡件图形之间不座有桥连现象.
当采用试验方法5,5. 31知）对由0.10加厚的金属模版《见图幻 印刷的0，加卿X2,她的1的煽锡膏

图形进行试验时，在间距大于或等于0. 175 两，焊锡背图形之间不虚有桥连现维；当采用试验方法
5.5.3.2b）进行试验时，在间距大于或等于520 时，焊锡当图形之间不应有桥连现象.

4 8 踢珠

对于采用4.2中各型号合金粉末制作的焊锡籽，果用5. 8试验方法时，应达到表 f锡珠试验评定标准
中 1级、2级或3级的评定标准.
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表I 锡珠试验评定标准

4 7 帖的性

级别 试验结果

梅个焊锚营点培化节，分别麻成单一的伴料球. 任一次科球旁边都不出现一个以上独立的图昧.

2 每个焊轴管点熔化后，分别形成单一的许科球, 任一陶料薄旁边出现的独立的陶珠的故疑不*于三个.

3
每个姆锡tf点熔化后，分别形成单一的啤料球，任一理岗球旁边出现加独立的梭珠的数球多于三个，但这些
但称尚未诚成半连续的环状排列.

4

每个岸搐评点熔化后，分别形成地一的得料球，任一弹料球旁边有大中的梅珠，且瑕成了半连续的环状排列；

或者端锡音熔化后在焊料球旁边形成了直径大于75 u n（.或大于50 u 6.舁对用5或6型合金粉末制作的加例膏）

的桃珠.

注：对于用型号为J 2. 3或4里台佥希末制隹的焊制评. 每个籍球的il径应不大于75口m 对于用型号为5或6中合
命粉末制作的焊担*f , 斑个锡.味的宜彳朝也不大于5G a n.

当采用试聆方法27试骗时，在焊锡病印刷后，在生产厂家规定（或订货方要求）的保持时间之内.

箕粘附力最小但应达到产品挑范中所描述的数值.

4.8 润湿性

当采用试验方法5.8试验时，焊微货的润湿性应达到表2中1级或2级的评定标准.

表2 煽霭青病湿性评定坛准

4. 9 干燥度

当采用试验方法5.9进行检验时,能用细毛刷将白奖费（或粉笔末）轻轻擦刷除去.

粒别 试验姑果

1 炸网播中的熔通焊理洞对了试样，并且铺膜至端加了用朝杼的区域的划界之妙.

2 试赛上施加了押锡膏的*域完全被用林育中的熔电婢料乖;擦.

3 试推：有部分（而现比不大于1阮）施加 r好用弯的m城未被理铺弄中的挂他为同清湿.

4
试样上我明显（面积比大于1孤）施设了母秘青的话或未德岸端育中的用的焊到泡溪，成 w中的熔归短
料形成一二个城 一个以上的理样润部表而.

4.10 标记

4.10.1 标记示例1

要一饵将行的合金都来牌号是Sn99.7CuQ.3, 理得肯中合金粉末质散分数为8粉，合金粉末类型为3

型，粘度为8的Pa・s. 其标记为：
焊锡膏 SJ/TX X X X—Sn99. 7CuO. 3- B8—3—800 Pa * s

标记中各要素的含义如下：

Sn99. 7Cu0. 3 &金粉末牌号Sn99. 7CuO- 3；
88 粉末质地分数 88%：

3—T金粉末类型3型；

800 Pa • S-一拈度 800Pa •s.
4.10. 2 其它形式的标记可由供需双方另行商定.
5 试验方法

5. I 合金格末尺寸分布斌验方法——干筛分法
本试验方法适用于SJ/T U391-2009中规定的I、2和3型合金粉末尺寸及英分布.

5.1.1 试祥

3
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购1油 g焊锡膏.

5.1.2 设整、慎器和材料

a） GB/T 1480-1995规定的震卿机：试验邮箱死标称尺寸为 150 P m 抬 H队 45n m、25 Hm和如
Vm，并附带有软毛刷；

b） 精确度为 0. 02 6的天平：
c） 500 血 证杯和烧杯；

d） 表面加《盗烧杯用》：

e） 洛剂（三慰甲烷或能溶解脾锡脊中助焊剂的其它溶剂卜

f） 丙酮；

口 搅拌棒.

5.13 试样制备

经供需双方同意，烟锡脊中的合金越末可宜接果用同批生产中的合金粉末.

h） 使焊锡律处于邕海：

b） 搅拌屏锡商使其均勾；

c） 称取斛150 官的焊锡膏，放到一个干净的烧杯中1

d） 向烧林中加入的100 M的溶剂，并搅拌；

e） 用波瑞片籁住烧林井静置码 win, 使合金粉末充分沉淀：
f） 将烧杯中的落剂班慢地倒出, 尽量不损失合金粉末：

g） 重复d） f）过程五次，每次要用新的溶剂约IW oII：

h） 向挠杯内的合金粉末中加入约1州 nJ的丙困，井搅拌工
力 fSHlO min, 使合金将末充分沉注：
j） 将烧杯中的丙酮整慢地倒出，尽做不损失合金粉末：

k） 嵬复h） J）过程两欢：
D 在里温下使合金粉末干燥，直到其质量稳定.

5.1.4 邮
5.13T 试验方法按 SJ/T 113gt一如的中附录 R之规定.
5.1.47 根据对长短轴的测量并依据 4. 2, 判撕合金粉末新粒的形状，井记录. 其试验方法按照 5. 2.

注1 经供需双方神商，挥轻膏中合金粒末类型，尺寸及其分布，长相与趟轴比可为其它值. 其犯定方法也M军用其
它方法进行试设*

5.2 台金粉末尺寸分布及影状的试验方法一显截镜浏宣法

本试验方法适用于班定焊锡住中各种型号合金粉末的尺寸及影状的确定. 特别可以用于治定4、5

和6型合金粉末的尺寸分布及播状.

5. 2.1 试样

约HJ 段焊翻裔.
5.2 2 设备、仪器和材料

a） 分敢剂【 - * •
心 撞挂棒：

c） 50 吼近林；

d） 显微镜（放大倍数为100借）；

e） 测量目糜，刻度lOunti
f） 显微镜裁物片：

心 精例度为0. I B的天平.
5.23 试验步聊
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a） 使焊银皆处于室温；

b） 搅拌焊锡行使其均匀；

c） 称取约10 g的煌铜灯放入干净的量杯中，按5. 1.3d）~1）试验毋骤制备试样（每次加入的液体
必妁20 ml）t

d） 按$J/T 11391-2009中附录B之规定测试数据，按表3记录；

赛3 合金粉末尺寸分布试验记录表（显微镣测量法 1

e） 根据对长短轴的腐值并依据机 2, 判断合金粉末颗粒的形状，并记聚.

注：经业局取方制南，岸撵付出合金粉末类盘.尺寸及其分布，长轴与均轴比可为K它位，式制定方法也可果用其

4型合金松末

尺寸 HID >45 >38 38—20 V2Q

所仪 g

成也分数 得

5型合金粉未

尺寸 M D >32 >25 25-15 V15

加依 g

质辅分嫩 ％

6型合金粉末

尺寸 " >25 >15 15~5 <5

质量 �

向6分数 %

它方法热行送验.

53 台金概末质量分数粒资方法

本检测方法是用称量法确定惮锦疗中合金粉流的质量分数.

5.3. 1 试祥

约50 8煌钊轩.

5.3.2 设备. 仪器和材料

3） 耕确度为601 g的天平 1

b） 陶瓷生相或晚杯；

c） 加热设备（如电炉》；

d） 丙三妈：分析纯:

e） 无水乙醉，分析纯.

5.3.3 检测步醒

5.3.3. 1 摸拌处于望温的埠镐评使其均匀，林取 10 g�相 g的焊锡秆（偏差为（LOI g, 并记录为心

放入用竭（或烧杯）中，井在增竭（或烧杯）中加入 30加�80ml电三尊，在超过合金粉末液相线（或
共晶点）温度 25c-30c的条件下加热用场（或烧杯）, 合金粉末充分熔化后，进行室温冷却.
5. 3. 3. 2 取出冷却至室温的凝固合金，用无水乙豆擦净其表面，井进行干燥. 用天平称凝固合金地址
（偏差为 0.01 g, 并记录为 B）.
5. 3.4 计算

按下列公式计算焊锚管中合金粉末质量分数：

F = -xlOO%
A

式中：

F—焊锡ff中合金粉末质量分数，单位为百分率（%）.
54 粘度试验方法

5. 4J 样品制备
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a） 试验用焊锦音在弯频条件下取出后，应在室温环境中至少降置8 ht
b） 试验用焊锅好在装入试验用容器之前，要搅拌均匀，搅拌时要避免覆入空气：

c） 焊锡奇在装入试验用容器后，盛放试样的容器应放在259土Q. 5U的指温环境中；试验开始前,
试样在此恒温环境中的静置时间由供带双方商定，但不能短于30 Bin.

5.4.2 仪器的量

煌锡齐粘度的测定应使用满足非牛顿流体测试的专用粘度测量仪罂进行测量.

54.3 浏量方法

测信方法和测盘条件由供需双方协商而定.

5.5 塌陷试验方法

本试验方法用于确定采用图1和图2所示金属模版印刷的焊锡开图形之间是否有桥连来判断焊银轩

的崩陷性能.

5.5.1 试样裁体

采用尺寸为76皿X25 版，厚度至少1 m的磨砂鼓璃片作为标准试样载体，也可采用与其等效的轴
化铝基板式环乳玻舒布基板：试样裁体数是为四诀.

5.5.2 设备. 仪器和材料

a） 金属模板：分别按图1和图2的规定：

b） 刮板：

c） 温控加热炉：

d） 10倍放大假.

5. 5.3 试验步既

5. 5. 1. 1 试样准备

a） 用两种厚度（不同开口尺寸）的金料摸版《见图 1、图2）分别在两个载体上印刷屏镯音图报，

形成四块试样.印刷的焊锡行图形应均匀、跑满，无其它印刷缺陷.焊锡音图形之外不得有埠

锡许残粒；

b） 将每种金璃模版印刷而成的两块试样进行编号，其中一块编为1号，另一块编为2号.
5.5. 3.2 试验

a） 将两个述和两个州即刷有焊序杆图形的试样血于温度为25 c±2寸和相对湿度为（50±10）%
的环境中停留15 min-20 min后，先检验两个I号试祥是否有桥连；

b） 经过5. 5. 3. 2a）试验后，将两个2号试样放置在以升温速率为30 七 /min的温控加热炉中，并加
热至温度为焊锡音中合金粉末固相线或共晶点温度以下20 七~30 匕，放置时间为10 min-
15 min. 然后取出试样，冷却至室温. 再检验其是否有桥连现象.

5. 5. 3. 3 记录和评定

将试样上焊锡音图形之间发生桥连的间距填入表4和表5中的相应位置，作为评定焊锡膏塌陷性能的

依据.

6
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表4 用 0 2™厚金属模版印刷的焊锡青图形排连记录表 单位为厘米

表5 用 0. 1m厚金属模版印刷的焊锡青图形桥连记录表 单位为奈米

焊锡好图形直寸
0.6QX2. 00 6 30X2.00

间距 B）组图形 b）组图形 同距 d）施阴烟

379 Q. 45
a7i 640

0.63 Q. 35
0. 56 0.30
。一转 0.25
0.41 0.20
0,33 515

0. 10
Q.06

快用青图形尺?
0. 30X2.00 0,20X2.00

间距 0）巡图形 bj fiSM 间距 E）组图形 d）组图形

0.45 0. M
0.40 0.25
0. 35 0.20
0. 30 0. 175
0”25 Q. 15
0,20 a 12&
0. 15 0. 10
QJQ 0. 075
0. 06
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利形 (a) 与加形 (b) 各有14个尺寸均为5 60 enX2,00 ran的漏孔.

ffie (b) 各iWJL间的同距尺寸及其分布同图形 (a) .
图形 (c) 与底形 ＜d) 各有1H个尺 均为0.30 MX2.O0 Eti的漏孔.

图博 (c) 各洞孔间的间距尺寸及其分布同图影 (d) .
图I 厚度为 0 20E的塌落试验模版
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lb)

同用

阻孔

Q IQ mm
EMe
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- OJh&<Wn

&30 HW*

DJS fm

tLSOm
g ^rsmn
包13 mm

1，
， q,・8Mmm-- 一 电ToE

厂 二 鼻 皿3e

网形 S）与照形 00 各有出个尺寸均为仇 30 mX2. 00 mu的漏孔.

图理 ＜b）各漏孔间的何距尺寸及其分布同图超W .
国军（C）与留博 td）各存他个尺寸均为& 2n MuXlflO 皿的温孔.
图形［C）小胡孔问的西苑尺寸及K分布同期雍 td）.

图2 厚度为 0. 10 E的埸落流黯模版
比 6 锦珠试验方法

本试验方法是检验原锡好中的合金朝末在不润湿的基板上熔合为一个球形的能力，从而确定焊锡膏

的再流焊性能.

5.5.1 试样载体

试样载体为粒化铝基板，厚度为0.60 m-LOO 的，吸小授度和宽度为75 胸和25 吨.也可来甩其
它的不润湿基板.

5.6.2 设备、仪器

a） 金属横版，对果用1. 2、3和4型合金粉末的焊锡者用的金属模版U?度为0.2向，在金属模版

上至少要有三个宜役为& 5 丽、中心间距为10 的的画形漏?U 对果用5和6型合金粉末的埋钱

膏用的金属模版（厚度为Q. 1 题）, 在金属模版上至少要有三个直径为L 5面、中心间距为国3
的欧形流孔；

b） 没焊概工 尺寸不小于EQO 响XL00 师XT5 题《深度》，槽内所装焊料的温度应保持在被试验
好锡商合金粉末液相线｛或共晶点）温度以上弱 亡~30 rf 或平整的热板I

c） 表面温度计：



 

11 196—2009

d） 放大税 ± 10倍�2屏东
e） 显微鬣（放大倍数为 KJ0倍） f
f） 捌地目镜，刻度

或 刮板；

h） 溶剂,
i） 去癌子水.

S 生 3 试射步琳

S. & 3.1 试醛墟备

a） 设置浸焊槽或拱板的温度处于炸锡竹中含金粉末的液相线 f或共晶点）温度以上如 r-30 Vt
b） 将处于室温的焯锡音投抨均勾：

n） 用5. &加）规定的金概模版将焊锡环印刷到试样教体上，形成试样. 弹锦祥要填满金属模版的
饼个闻孔井刮平；

力 放置试样条件：温度25 七土2 七. 相对湿度（50+10）S.
5 6.3.3 试验

就 准备

检咨加热设备，消理浸蝉槽中焊料表面的新化层. 济除热板表面所有无关物品，以确保正瞭控

制温度.

b） 加热试样

如热试样在焊锡井印刷后q h士15 min冉进行试验.用下面两种方法之 一对试样进行加热；

1） 得卜一表面附有蜉锡量的试样以25 两落左右的速度水平浸入没焊槽. 直到试样厚度的一半

越浸入葭坪槽的姆科中为止.待揖翔青中的告金桧末探化后，以水平方式将试样从获捍他

中取出.试验过程中，试样在浸寻槽中的时间应不超过20 s：

2） 将武样放在热根上，持炸镯处中的合金粉求燃但定型后，以水平方式将试样从蒸板上取出：

门金粉末熔化定型后. 试样在热板上的放置接触时回应不超过5 果

6. 6. 4 评定
a） 道样冷却至空温后，用闻倍�20倍放大标检定试祥是否有辐珠产生；

b） 用显微协观察焊料球旁边的锡珠. 井洲肚锯珠尺寸；

cl 将试毓结果与表1的评定标准进行比按. 确定锡珠试聆结果的等级.

5.7 粘附性斌验方法

本试膈方法用来确定出锡皆印刷后粘附力随放置时向增加而发生的变化.

5 7.1 武祥裁体

试样变体为箍铜范坤致威瑞纤维布地权（即嗝基板）. 也可采用与其等效的其它基板，最小长度
和宽度为75 m和25 iwu

5.7.2 设备、仪器

可采用凯蒂罗粘附性试粉仪或在胸忒时能以相似速度可肃确测定粘附力的其它设备.潮试设备应具

有一个直径为5. 10m±0.13 m、底面光滑平SS的不锈钢探针，井能谓整至与被测试择表面平行. 探针
能以可控的速度和可控的接触力接触试样.从被利试样表而以可控的速度撤回探针时，可记球探针与被

测试样脱开时所港的城火力.

5.7.3 试验步疆

5. 7. 3. 1 试样制番
在试样载体上至少印刷三个直径不小于& 55u 期度为0. 2 廊的焊协商图形. 烟锢音图形间距成不

小于10 面. 井以适当方式加以标记，以辨别试样印刷焊锦临后的放况时间. 准将好的试样在刷量前应

It存在温度为25 c士2C和相对湿度为《50土1G %的环境中.

10
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5. 7, 3. 2 试监

在鼠验探针下水平放置试样. 并便探针对潴三个焊锡翦图形中的一个. 再以（35±仇总）则加8的

速度加工 0 N±0. 3 N的力使试监探针接触焊锡音图形，在此力施加后的旅内，以色 5±0.切 题、立的
.速度从焊锡窗图形撤回探龄，井记录测试探的脱高蝉锡音图形酎所用的最大力，在同一条件下，至少再

测贷五次，取其平-均数作为粘附值. 记录被电试样印刷焊锡膏图形后的放置时间*

根据撕球结果绘糊出焊锡音试样放置时间与粘附力的美系图.

5.7 4 评定

从关系图中确定拈附力最小通. 如有必要. 再从关系用中隔定；

a） 初始带附力值：

b） 初始粘附力值下降至其H器的时间 0）.
5.8 相谓性试啦

本减验方法用于痛定焊银青润湿铜表面的能力 -
5.8.1 试样

符合GE/T 5231—2001的无辄铜片* 尺寸为T6 硒X25 raniXQg imo.

5.B2 设备、仪器和材料

a） 平整的热板（或浸焊槽3
b） 试样物

c） 4DD mL烧杯；
d） 10倍放大钺；

e） 铜清洗剂（液态的铜清洗剂战5%质位硫酸溶液》）

f） 去离子水：

6 异丙牌：

h） 焊剂清洗剂；

i） 金属模版: 金属模版厚度为G. 2M，金属模版上至少有三个直役为税 5咖的圆形孔，孔的中心
距最小为】0

5.8.3 试磐步麻

外 试样处理।用铜清洗剂清洗15min�额 水洗. 异丙醇漂洗, 室温干嫌 a 在去离子水中放

IC min, 在空飞中惊干30 aim
b） 在试样上印刷焊锡膏试验图形 1

c） 将印刷焊锡ff试验图形的试样用试验方法5.良 3. 2b）1）或曾 所述步骤进行加热炸接；
d） 焊接后的试择经室温冷却后，用适宜的焊制清洗剂除去残余焊剂.

5.0.4 评定

用10倍放大镇目检，井粮据检的评定标堆来磁定焊料润湿的等级.

5.9 干坤席

将经过5.4 3G~c）试验后的试样在室温冷却1 h后，用自望 或粉里末）撤在其表面，再用期毛刷

轻轻往下刷，如察白婴粉（或稳爆末）是否有沾在焊剂残余物上的现象.

6 检监视期

6. 1 产品检躺

产品必须经过生产厂靠技术检验部门按本标法规定检验合格后，方可出厂.生产厂家对产品的检验

分为交收检验与例行撩皱，这两项检验均由生产厂家进行.

6.2 产品验收

n
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订及方有权技本标准规定对产品进行验收,如验收结果与产品标准要求不符合时，应在产品收到之

日起一个月内向生产厂家提出，由供需双方侨前解决.

83 交收粮验

«3.1 最瓶项目

检验项目按表6的规定.

表6 交收就骗

0. 3.2 合格判据

项 目 要求京条母 方法章条号 说 明

粘度 4 4 5,4 供需双方商定的试脸方法进行

崩陷 45 配5

合金制宏威录分数 4.3 5.3

交收检验行 一项不合格,应从该批产品中再取双倍数量的试样进行该不合格项目的亚验，更脸结果

不合格,则整批不合格.

8.4 例行检验

凡 4」榜骐周期技项目

埠搦商的例行检盘周期为1日进行一次.检验项目按我1的规定.

表T 例行检脸

6.4 2 样本大小

璐 目 要求学条号 方法其条臂 说 明

台金松末尺寸外布. 形状 机2 瓦1 . 5.2 供匐双方协议进行

助珠 4.6 IB 供“双方协议迸行

搁湖性 10 京 8

干增度 49 5,9

粘附性 4.7 5.7 供需双方协议进行

肉靠含限 , SJ/T 11389—2009 SJ/T 11389-72009
任而缩单电阻0 ； SJ/T 11389—2009 SJA 11309—20W

铜M腐迎用 SJ/T 11389—2009 SJ/T 113S9—2-0OT
含金成分 �: ! ? GB/T326QJ-

3260. 11—2D00

GB/T 10574.1-
I0S74. 13—2003

例行抢殷祥本应以经交收检验合棉的批枚中随机抽取3个包装（共计约1. 5 km的焊锡膏.
643 不合格

若有一项检验不合格，刚网行检黯为不合格*

5.4.4 不合格的处理

若例行检验不合格，则产品应停止交收检验和停止生产，并由供需双方协商解决该周期内交收的产

品.黑锡丹生产厂家皮找出原因，立即果取措施.直到检验合格，方可恢复产品的交收检验.

7 标志、包装，运输和购群

7. 1 内包装

焊锚佳应装入对煌锡膏性能无影响的容器，并严格密封。净含量一股分为0.5 kg、13 在两种*

12
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在容器外面应标明：

fl） 产品标记 t

b｝ 无骨焊膏加无铅标志；

c＞ 净含：S；

d） 贮存要来及有效期限：

e） 生产批号：

f） 生产日期:

8） 生产厂家名称、地址和联系电话.

7.2 外包装

装焊规音容舞的外包装箱应果用泡沫箱. 纸箱或木箱，每箱净含是不超过我 也.
包装箱外应标明：

a） 产品标记：

b） 无的焊膏加无钳标志；

c） 生产厂家名称、地址和联系电话.

7.3 运输

运躺过程中便避免热量罪射.

73 贮存

理锡林一般要在。P 10 七避光的冷藏箱《柜》中保存.

7.5 有效期限

亩生产之日起. 在7. 4贮存条件下，焊锡膏有效期限皮不少于三个月.
7.6 产品质麟证明书

每批岸籍ff成附产品质址合格证，其中注明：
a） 生产厂家名称、地址和联系电话 t

b） 产品标记；

c） 净含量：

ci） 产品规范编号：

e） 捡验结果及技术检验部门的印蒙.
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